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【57】申請專利範圍
1.　一種工件輪廓的光學量測系統，包含：一座體；一量測平台，可旋轉地設置在該座體
上；一校正點層，設置在該量測平台上，用以供一工件放置，其中該校正點層形成一校

正中心及多個校正點，該等校正點圍繞在該校正中心外，該工件放置在該等校正點之

間，而且每一校正點對應一 X座標值及一 Y座標值；至少一取像鏡頭，設置在該校正點
層上方，用以拍攝該工件及校正點層；及一處理器，用以電性連接該取像鏡頭；其中該

量測平台旋轉一預設角度，並利用該取像鏡頭拍攝一圖像，當旋轉該預設角度 N次而滿
足 360度時，疊合拍攝的 N個圖像，將取得的每一圖像中的多個校正點與該工件的一局
部輪廓的一相對位置資料，透過該處理器根據所有圖像的相對位置資料，以計算該工件

的一整體輪廓的 X座標值及 Y座標值，其中 N為正整數。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之工件輪廓的光學量測系統，其中該量測平台具有一基座、
一透光板及一發光源，該透光板設置在該基座上，該校正點層設置在該透光板上，且該

發光源設置在該基座內。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之工件輪廓的光學量測系統，其中該量測平台另具有一雙向
止推滾珠軸承，該基座設置在該雙向止推滾珠軸承上，且該雙向止推滾珠軸承配置用以

帶動該基座旋轉。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之工件輪廓的光學量測系統，其中該座體具有一底座及一立
架，該立架設置在該底座上，而且該工件輪廓的光學量測系統設置有兩個該取像鏡頭彼

此間隔地固定在該立架上。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之工件輪廓的光學量測系統，其中該校正點層定義一內群
圈、一中群圈及一外群圈，該中群圈位於該內群圈及該外群圈之間，該等校正點分別位

於該內群圈、中群圈及外群圈上，而且該工件位於該中群圈及外群圈之間。
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6.　一種工件輪廓的量測方法，包含：一備置步驟，在一量測平台上鋪設一校正點層，其中
該校正點層形成一校正中心及多個校正點，該等校正點圍繞在該校正中心外，而且每一

校正點對應一 X座標值及一 Y座標值；一對位步驟，將一工件放置在該校正點層上，而
且位於該等校正點之間；一取像步驟，對該量測平台旋轉一預設角度，並利用一取像鏡

頭拍攝一圖像，當旋轉該預設角度 N次而滿足 360度時，疊合拍攝的 N個圖像，其中 N
為正整數；一疊合步驟，疊合該等圖像，並取得每一圖像中的多個校正點與該工件的一

局部輪廓的一相對位置資料；及一計算步驟，根據所有圖像的相對位置資料計算該工件

的一整體輪廓的 X座標值及 Y座標值。
7.　如申請專利範圍第 6項所述之工件輪廓的量測方法，其中在該對位步驟中，該校正點層
定義一內群圈、一中群圈及一外群圈，該等校正點分別位於該內群圈、中群圈及外群圈

上，將該工件放置在該中群圈及外群圈之間。

8.　如申請專利範圍第 6項所述之工件輪廓的量測方法，其中在該對位步驟之後及該取像步
驟之前另包含一背光步驟，以將一發光源向該量測平台的一透光板及透光板上的校正點

層投射光。

9.　如申請專利範圍第 6項所述之工件輪廓的量測方法，其中在該取像步驟中，每一圖像是
根據該預設角度分切的一扇形圖像，且每一圖像的校正點的數量為 23個至 29個。

10.   如申請專利範圍第 6項所述之工件輪廓的量測方法，其中在該疊合步驟中，每一圖像利
用二值化處理來取得該工件的局部輪廓。

圖式簡單說明

第 1圖是依據本發明工件輪廓的光學量測系統的一較佳實施例的一分解示意圖。
第 2圖是依據本發明工件輪廓的光學量測系統的一較佳實施例的一組合示意圖。
第 3圖是依據本發明工件輪廓的光學量測系統的一較佳實施例的校正點層的一上視圖。
第 4圖是依據本發明工件輪廓的光學量測系統的一較佳實施例將一工件放置在校正點層

上的一上視圖。

第 5圖是依據本發明工件輪廓的光學量測系統的一較佳實施例將第 4圖依一預設角度進
行分切的一上視圖。

第 6圖是依據本發明工件輪廓的光學量測系統的一較佳實施例將多個圖像進行疊合的一
示意圖。

第 7圖是依據本發明工件輪廓的量測方法的一較佳實施例的一流程圖。
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